第３１回 レーザ協会セミナー

レーザ加工２００７　――使える現場の最先端レーザ技術――

　　　　　　　　　　　　　　プログラム(案)

9:15 ～9:20　　「開会の挨拶」　　　　　　　　　　

09:20 ～10:00　最新のレーザ加工機とその加工特性

　村井　融　三菱電機㈱　

10:00 ～10:40  Laser Deposition                

    講師未定 ＴＷＩ(英国溶接研究所)

10:40 ～11:20  レーザ形彫り加工機とその加工事例　

西原敬三　東成エレクトロビーム㈱

11:20 ～11:50  最新の医療用レーザ手術機及び治療器

鈴木道宏　㈱ニーク
11:50 ～12:40  昼休み

12:40～13:20   レーザ溶接による車体組立への応用　　    

森　清和　日産自動車㈱

13:20 ～14:00　各種レーザの溶接加工特性比較　　　　　　

池田剛司　㈱レーザックス
14:00 ～14:40  厚板レーザ切断の最新技術　　　　

　沼田慎治　日酸TANAKA㈱
14:40 ～14:55　コーヒ・ブレイク

14:55 ～15:35　レーザによる微細接合加工技術　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家久信明　ミヤチテクノス㈱

15:35 ～16:15　レーザマーカによる印字及び加工応用

神谷東志一　ＳＵＮＸ㈱

16:15 ～16:45　プロッタスキャニングレーザのアプリケーション　

夏山一彦　トロテックジャパン㈱
16:45 ～17:00  総合討論

17:00          ｢閉会の挨拶｣　

＊なお、講師，題目及び時間は都合により変更となる場合がございます．
